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4 ウェハプロセス (1) (工程、エッチング) 

 

  

   

EPW による Si エッチャ、熱リン酸による Si3N4エッチャ、Si 電解エッチング装置     純水製造装置 

      

Si Deep RIE (深い反応性イオンエッチング)装置 (1992)  Si Deep RIE のウェハ貫通エッチングによる振動ジャイロ 
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Etching for Bulk Silicon Micromachining, 11th Sensor Symp. (1992) 15-18)        for Silicon Angular Rate Sensor, Microsystem Tech., 2, 4 (1996) 186-199 


